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8.5.3 葡萄球效应导致的冷焊 

8.5.4 锡膏 4 个有效使用寿命管控不当导致的冷焊 

8.5.5PCB 表面处理异常导致的冷焊 

8.5.6 器件引脚镀层导致的冷焊 

8.5.7Reflow 温度曲线导致的冷焊 

8.5.8Reflow 设备故障导致的冷焊 

8.6 漏印与印刷制程 

8.6.1 锡膏添加过多导致的漏印 

8.6.2 锡膏钢板上有效寿命导致的漏印 

8.6.3 刮刀两侧锡膏回收导致的漏印 

8.6.4 回收锡膏使用导致的漏印 

8.6.5 锡膏粘度导致漏印 

8.6.6 印刷参数导致的漏印 

8.6.7 锡膏杂质导致的塞孔漏印 

8.6.8 擦拭纸导致的塞孔漏印 
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8.6.9 擦拭效果不佳导致的漏印 

8.6.10 钢板孔壁不光滑导致的漏印 

8.6.11 钢板开孔尺寸导致的漏印 

8.6.12 锡膏颗粒不当导致的漏印 

8.6.13 钢板清洗不干净导致的漏印 

8.6.14 PCB 表面品质导致的漏印 

8.6.15 制程使用不当导致的漏印 

8.7 炸锡与印刷制程 

8.7.1 锡膏变质导致的炸锡 

8.7.2 锡膏添加溶剂导致的炸锡 

8.7.3 锡膏回温导致的炸锡 

8.7.4 锡膏特性导致的炸锡 

8.7.5 擦拭系统导致的炸锡 

8.7.6 人员作业导致的炸锡 

8.8 拒焊与印刷制程 

8.8.1 锡膏变质导致的拒焊现象 

8.8.2 回收锡膏导致的拒焊现象 

8.8.3 制程管控导致的拒焊现象 

8.8.4PCB 清洗导致的拒焊现象 

第九章：特殊印刷工艺及趋势 

9.1 点锡制程 

9.2 移印制程 
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9.3 增压印刷工艺 

9.4Preform 替代印刷工艺 

9.5 自带焊锡的连接器焊接工艺 

第十章：印刷制程常见管理盲区及误区 

10.1 添加锡膏的盲区及误区 

10.2 小刮刀的使用盲区 

10.3PCB 清洗盲区及误区 

10.4 钢板安装盲区及误区 

10.5 刮刀安装管理盲区 

10.6 PCB 丝印与印刷品质的关系 

10.7 锡膏抗枕窝效应及抗葡萄球效应能力评估 

10.8 锡膏不良典型特征 

10.9 钢板开孔鉴定之锡膏量评估标准 

第十一章： 印刷制程之统计制程 Foxconn 李强（协理） 

11.1 统计制程简介 

11.2 统计制程在锡膏印刷工艺上的应用 

11.3 统计制程在 SPI 上的应用及管理 

第十二章：后记&鸣谢 

12.1 赞助企业介绍及企业核心产品在行业的竞争力 

12.2 电子产品发展方向及趋势 

12.3 业界先进的电子产品制造技术及应用 
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诚征赞助商，每个细分领域仅接受一家： 

1. 锡粉制造商  锡膏制造商  

2. 钢板制造商  

3. 刮刀制造商 –已经确定 

4. 印刷机制造商 

5. SPI 制造商 

6. 钢板检查机制造商 – 已经确定 

7. 锡膏自动添加设备制造商 – 已经确定 

8. 光学检查设备商 – 已经确定 

9. 钢板擦拭纸制造商—已经确定  

10. 清洗设备制造商  

11. 钢板开孔系统软体开发商 –已经确定 

12. 经过 CNAS 认证合格的实验室 

13. 清洗液制造商 

 

赞助商资格需求： 

1. 有自己的核心技术，产品在业界具备一定的领先性 

2. 愿意协助 PCBA 工厂提升印刷制程技术，培养 SMT 工厂技术人员 

3. 愿意在未来印刷技术中投入研究 引领行业前进 

4. 有志于提升中国电子产品制造技术，有志于建立行业印刷制程标准 

 

同时欢迎行业先贤 才俊加入撰稿团队，负责部分章节撰写及审稿 
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